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COMPOSANT ELECTRONIQUE AYANT UN ELEMENT RESONATEUR DANS UN BOITIER HERMETIQUE- 
MENT FERME 

La presente invention concerne un composant electronique ayant un element 
resonateur dans un boTtier herm6tiquement ferme. Ledit boTtier comprend une partie 
principale avec une base et au moins une paroi laterale de forme annulaire, et un 
couvercle fixe sur la partie principale. Au moins une portion du couvercle est 
5 transparente a une longueur d'onde determinee d'un faisceau de lumi&re pour 
permettre un r§glage optique de I'element resonateur. 

L'invention concerne egalement un procede de fabrication d'un composant 
Electronique. Le procede comprend des etapes consistant a r6aliser la partie 
principale du boTtier par un empilement et une fixation de feuilles en materiau dur, tel 

10 qu'en ceramique, et a monter un element resonateur dans un logement du boTtier 
avant de fermer le boTtier £ I'aide du couvercle. Ces feuilles sont ouvragees pour 
definir une base et au moins une paroi laterale. 

L'element resonateur peut etre par exemple un resonateur piezo-electrique, tel 
qu'un resonateur a quartz destine a etre relie a un circuit oscillateur. La plupart des 

15 resonateurs a quartz de petites dimensions, qui sont utilises par exemple dans les 
montres electroniques ou 6lectromecaniques, sont des resonateurs a diapason en 
quartz. Ces resonateurs a quartz sont habituellement enfermes sous vide dans des 
boTtiers, dans le cas de la generation de signaux basse frequence fournis par le circuit 
oscillateur, ou sous atmosphere de gaz inerte. 

20 GSneralement, de tels resonateurs sont montes dans des boTtiers par exemple 

en ceramique qui sont relativement plats. Ces boTtiers comprennent generalement 
une partie principale de forme parallelepipedique a Pinterieur de laquelle est mont6 le 
resonateur, et un couvercle rectangulaire fixe sur la partie principale. Si le resonateur 
est enferme sous vide dans le boTtier, le reglage dudit resonateur peut etre realise 

25 optiquement a travers le couvercle transparent. 

On peut citer a ce titre le document JP 54-35870 U qui decrit un composant 
electronique avec un element resonateur qui est dispose dans un premier logement 
d'une partie principale d'un boTtier. Ce premier logement est ferme hermetiquement 
par un couvercle transparent fixe a Paide d'une preforme sur un bord annulaire du 

30 premier logement de la partie principale. Un circuit integre oscillateur est dispose dans 
un second logement de la partie principale du boTtier qui est separe du premier 
logement par une base, Le second logement est ferme par un couvercle opaque fixe 
sur un bord annulaire du second logement de la partie principale. Le circuit integre est 
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relie electriquement a Telement resonateur a travers la base de la partie principale du 
boTtier. 

Un inconvenient d'un tel composant electronique decrit dans le document JP 
54-35870 U est que, lors de chocs lateraux au niveau de chaque couvercle, des 
5 fissures du couvercle ou du materiau fixant le couvercle sur la partie principale 

peuvent survenir, induisant ainsi une perte d'etancheite. Ces chocs lateraux peuvent 
intervenir lors de diverses manipulations, notamment lors des operations de montage 
dudit composant electronique dans un appareil electronique ou sur une plaque de 
circuit imprime. Comme habituellement ('element resonateur doit rester enferme sous 

10 vide dans son boTtier ou dans une atmosphere de gaz inerte, le reglage de Telement 
resonateur pour la generation de signaux a frequence determinee du circuit oscillateur 
peut etre fausse. Le resonateur peut meme cesser d'osciller. Pour minimiser ces 
problemes, il est necessaire de meuler les coins et les faces laterales des couvercles 
par des procedes speciaux. Bien entendu, ceci augmente sensiblement le cout de tels 

1 5 couvercles. 

Un autre inconvenient du composant electronique du document JP 54-35870 U 
est purement lie au procede de fermeture. En effet, la technique communement 
employee pour le fermeture du boTtier est d'empiler les differents elements dans une 
cavite d'une plaque metallique, a savoir la preforme sur la partie principale du boTtier, 

20 et le couvercle sur la preforme. Ainsi, les trois elements sont positionnes pr6cisement. 
Pour ce faire, la tolerance mecanique de cette cavite doit etre tres grande de fagon a 
bien positionner les trois elements. 

L'invention a done pour but principal de pallier les inconvenients de Tart 
anterieur en foumissant un composant electronique ayant un element resonateur 

25 enferme hermetiquement dans un boTtier dont le couvercle est protege des chocs 

lateraux. De plus, le temps et les couts de fabrication d'un tel composant electronique 
avec un couvercle du boTtier protege peuvent etre minimises. 

A cet effet, Tinvention concerne un composant electronique cite ci-devant qui 
se caracterise en ce que le couvercle est fixe sur un rebord de la paroi laterale de la 

30 partie principale qui est realisee en materiau dur, tel qu'en ceramique, de maniere 
qu'une partie du rebord entoure au moins partiellement la surface laterale du 
couvercle pour assurer une protection du composant electronique contre des chocs 
lateraux. 

Un avantage du composant electronique selon Tinvention est qu'avec un tel 
35 rebord dont une partie entoure partiellement la surface laterale du couvercle pour le 
proteger des chocs lateraux, le composant electronique peut etre manipule sans 
risque. De preference, une partie du rebord entoure integralement la surface laterale 
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du couvercle. Ceci permet de maintenir Telement resonateur enferme hermetiquement 
dans son logement par le couvercle dans une atmosphere de gaz inerte ou 
preferentiellement sous vide. De m§me, le positionnement du couvercle par rapport a 
la partie principale du bottier ne depend plus de la tolerance mecanique de cavites 
5 utilisees dans le proc6de de fermeture du bottier. Ceci reduit ainsi les risques d'un 
mauvais alignement du couvercle sur le rebord. 

La hauteur de la partie du rebord qui entoure la surface laterale du couvercle 
est preferentiellement egale ou plus grande que Pepaisseur du couvercle fixe sur un 
epaulement du rebord, pour qu'aucune arete du couvercle ne soit en saillie de la face 

10 superieure du rebord. II peut etre egalement laisse un espace entre cette partie du 
rebord et la surface laterale du couvercle pour assurer une meilleure protection. De 
cette fagon, les chocs lateraux survenant contre le rebord ne se propagent pas 
directement contre le couvercle. Ainsi, il peut etre utilise un couvercle transparent par 
exemple en verre, qui est obtenu simplement par rayage et cassage d'une plaque de 

15 verre traditionnelle. Ceci reduit les couts de fabrication d'un tel composant 

electronique, car il n'est plus necessaire de travailler specialement les bords et les 
angles du couvercle realise en verre ou en un autre materiau qui peut etre friable ou 
cassable. 

Pour la fixation du couvercle sur le rebord, une premiere couche annulaire de 

20 dorure est tout d'abord deposee sur le rebord, ainsi qu'une seconde couche annulaire 
de dorure deposee en periph§rie d'une face interieure du couvercle. Une preforme en 
alliage m6tallique est disposee entre les deux couches annulaires de dorure pour fixer 
le couvercle par soudure en chauffant et pressant le couvercle contre le rebord. 
Ualliage metallique de la preforme utilisee peut etre compose d'etain et d'or. 

25 Dans le cas oti Telement resonateur doit etre enferme sous vide, il peut etre 

evapore dans le logement de ('element resonateur un materiau du type getter, tel 
qu'une couche de titane ou de chrome. Aprds avoir hermetiquement ferme le 
logement de Telement resonateur, la couche de chrome ou de titane peut etre activ6e 
notamment chauffee par un faisceau laser pour ainsi servir de pompe a vide. 

30 A cet effet, Tinvention concerne egalement un procede de fabrication du 

composant cite ci-devant, qui se characterise en ce que le procede comprehd une 
seconde serie d'etapes consistant a poser le couvercle sur le rebord de la partie 
principale, dont une partie entoure la surface laterale du couvercle, ledit couvercle 
etant positionne sur le rebord par la partie du rebord entourant la surface laterale du 

35 couvercle, et a fixer le couvercle sur le rebord en chauffant des couches metalliques 
disposees sur le rebord et le couvercle. 
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Les buts, avantages et caracteristiques du composant electronique ayant un 
element r§sonateur, ainsi que son procede de fabrication, apparaTtront mieux dans la 
description suivante d'au moins une forme d'execution non limitative de I'invention en 
liaison avec les dessins dans lesquels : 
5 La figure 1 represente une vue de dessus du composant Electronique selon 

I'invention, et 

la figure 2 represente une vue en coupe selon A-A de la figure 1 du composant 
electronique selon Tinvention. 

Dans la description suivante, toutes les parties du composant electronique qui 
10 sont bien connues d'un homme du metier dans ce domaine technique, ne seront pas 
expliquees en detail. 

Le composant electronique 1 est represente de maniere simplifiee aux figures 
1 et 2. II comprend un element resonateur 5 monte dans un premier logement 8 d'un 
boTtier de forme parallelepipedique. Le boTtier comprend une partie principale 2 avec 
15 une paroi iaterale de forme annulaire 3 et une base 20, et un couvercle 4 fixe sur un 
§paulement d'un rebord 7 de la paroi Iaterale 3 pour fermer hermetiquement sous vide 
le logement 8 de la partie principale. Ce boTtier peut etre par exemple de 5 mm de 
long, 3,2 mm de large et 1,08 mm de haut. 

II est a noter que le rebord 7 definit une partie superieure de la paroi Iaterale 3 
20 avec un Epaulement sur lequel est fixe le couvercle 4. 

La paroi Iaterale 3, ainsi que la base 20 de la partie principale 2 du boTtier sont 
de preference realisees en ceramique selon une technique traditionnelle. Pour ce 
faire, plusieurs feuilles de ceramique sont normalement ouvragees, empilees et fixees 
les unes sur les autres pour realiser la base 20 et la paroi Iaterale 3 en dessus et en 
25 dessous de la base. 

Une partie du rebord 7 entoure integralement le couvercle de forme 
rectangulaire de maniere a le proteger de tous les chocs lateraux survenant sur le 
composant Electronique. La hauteur de la partie du rebord 7, qui entoure le couvercle 
4, est superieure ou egale £ Tepaisseur du couvercle une fois fixe sur ledit rebord. De 
30 cette fagon, aucune arete du couvercle n'est en saillie en dehors du boTtier. 

Grace a ce rebord 7 de la partie principale 2, le composant electronique peut 
etre manipule sans aucun risque. Un espace 22 separe la surface Iaterale du 
couvercle 4 de la partie du rebord 7 qui Pentoure. L'espace peut etre de dimension 
inferieure a Tepaisseur du couvercle. Cet espace 22 permet d'eviter de propager 
35 directement au couvercle des chocs lateraux pouvant survenir contre ledit rebord, qui 
sont susceptibles d'endommager le couvercle. 
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Le couvercle 4 de forme rectangulaire peut etre avantageusement un 
couvercle en verre, qui est obtenu simplement par rayage et cassage d'une plaque de 
verre traditionnelle. Comme le couvercle est protege par une partie du rebord 7, il 
n'est plus necessaire de travailler specialement les bords et les angles du couvercle, 
5 ce qui reduit les couts de fabrication d'un tel composant electronique. 

Pour la fixation du couvercle 4 sur le rebord 7, une premiere couche annulaire 
de dorure 10 est d£pos6e par evaporation, ou par une autre m6thode, sur le cote 
int§rieur du rebord 7, notamment sur Pepaulement, et une seconde couche annulaire 
de dorure 11 est depos^e par evaporation, ou par une autre methode, a la peripherie 

10 d'une face interieure du couvercle 4. Cette seconde couche annulaire 1 1 n'est pas 
representee a la figure 1 de maniere a ne pas surcharger le dessin. Une preforme 
annulaire 9 en alliage m§tallique est dispos6e entre les deux couches annulaires de 
dorure 10 et 1 1 afin de pouvoir souder le couvercle 4 sur I'epaulement du rebord 7 en 
chauffant sous vide et pressant le couvercle 4 contre le rebord 7. Cette preforme est 

15 par exemple en alliage eutectique d'or et d'6tain afin d'avoir une temperature de 

fusion superieure 3 la temperature utilisee dans les precedes de montage subsequent 
du composant electronique 1 . 

L'element resonateur 5, enferm6 sous vide dans le logement 8 de la partie 
principale 2, est de preference un resonateur piezo-electrique, qui comprend un 

20 diapason en quartz. Ce diapason en quartz classique est constitue de deux branches 
paralldles 5a et 5b pour vibrer en mode de flexion, qui sont maintenues § leur base 
par un pont 5c. Des couches de metallisation sont deposees sur chaque branche 5a 
et 5b et sur le pont 5c pour constituer deux groupes d'electrodes 6a et 6b afin de les 
soumettre a des champs £lectriques susceptibles de faire vibrer lesdites branches 5a 

25 et 5b. Le pont 5c est fix6 dans un coin du logement 8 sur deux plots 12 venant de 
matiere avec la base 20 et la paroi laterale 3 pour laisser un espace aux branches 5a 
et 5b pour vibrer dans le logement 8 entre la base 20 et le couvercle 4. 

Pour plus de details sur la realisation ou le fonctionnement d'un tel resonateur, 
le lecteur se reportera a Tenseignement tire des demandes de brevet europeen EP 1 

30 111 770 A1 et EP 1 303 042 A1. 

Uajustage ou le reglage du resonateur a quartz est realise classiquement sur 
le produit fini, c'est-a-dire quand le couvercle ferme hermetiquement sous vide le 
logement 8 du boTtier. Pour ce reglage, le couvercle 4 comprend au moins une portion 
transparente a une longueur d'onde determinee d'un faisceau de lumiere, tel qu'un 

35 faisceau laser. Ce couvercle peut etre de preference realise en verre comme decrit ci- 
devant, ou egalement en silicium qui est transparent aux longueurs d'ondes 



WO 2005/055422 



6 



PCTVEP2004/012949 



superieures a 1,3 pm. Le faisceau laser utilise dans ce cas doit done etre d'une 
longueur d'onde egale ou superieure a 1 ,3 pm. 

Dans cette forme d'execution presentee aux figures 1 et 2, le composant 
electronique 1 comprend encore un second logement 1 8 dans la partie principale 2, 
5 qui est delimits par la paroi laterale 3 et la base 20. Ce second logement 18 est 
dispose sur une face opposee de la base par rapport au logement 8 de I'element 
resonateur 5. Un circuit integre 15 ayant un etage oscillateur est fixe sur la base 20 
dans ce second logement 18. 

Plusieurs plages metalliques du circuit oscillateur 15, non representees, sont 

10 reliees de maniSre connue par des flls metalliques 16 a des plages metalliques 

internes du boTtier. Ces plages metalliques internes du boTtier, non representees, sont 
disposees sur un support annulaire 17 venant de matiere avec la paroi laterale 3 et la 
base 20. Ces plages metalliques internes sont reliees par des pistes de connexion, 
non representees, a des bomes de connexion externes 1 3 disposees sur deux cotes 

15 du composant electronique 1. 

Le second logement 18 est rempli d'une resine 19 pour encapsuler le circuit 
integre 15 afin de le prot6ger mecaniquement et de la lumiere. De cette fagon, le 
composant electronique 1 termine est configure comme un composant de type SMD 
(sigle de Pappellation anglaise « Surface Mounting Device ») afin de pouvoir etre 

20 monte par exemple sur une plaque de circuit imprime. 

Le circuit oscillateur 15 est egalement relie au resonateur S quartz 5 a travers 
la base 20 par deux pistes de connexion 14 de maniere a produire des signaux a une 
frequence dependant de Tajustage du resonateur. Ces pistes de connexion peuvent 
etre realisees en tungstene-nickel-or. 

25 Pour la generation de signaux basse frequence, le resonateur a quartz 5 doit 

etre enferm6 sous vide dans le logement 8 afin de pouvoir etre ajuste ou regie sur le 
composant electronique termine par un faisceau laser comme decrit ci-devant. 
Cependant, il peut subsister une pression residuelle dans le logement 8 de I'ordre de 
1 mbar. De ce fait, une couche de chrome ou de titane 21 peut etre deposee par 

30 exemple sur une partie de la face interieure du couvercle 4 en tant que materiau du 
type getter. Cette couche de chrome ou de titane 21 peut servir de pompe a vide 
lorsqu'elle est activee notamment par un faisceau laser a travers le couvercle 4. 

En activant cette couche 21 par faisceau laser, des particules de chrome ou de 
titane evaporees peuvent se deposer sur le resonateur et ainsi abaisser la frequence 

35 d'oscillations. Par la suite, il est possible d'augmenter la frequence du resonateur a 
ajuster en agissant directement sur les electrodes du resonateur. 
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II est a noter que cette couche de chrome ou de titane 21 peut etre deposee 
sur toute la face interieure du couvercle 4 servant de couche d'accrochage pour la 
couche de dorure 1 1 . De plus, la couche de chrome ou de titane peut etre 6galement 
placee a un autre endroit du logement 8, par exemple sur la base 20 ou sur le 
5 r§sonateur 5 pour autant qu'il soit possible de Tactiver par un faisceau laser a travers 
le couvercle 4 du composant 

A partir de la description qui vient d'§tre faite de multiples variantes de 
realisation du composant 6lectronique peuvent etre con?ues par I'homme du metier 
sans sortir du cadre de I'invention definie par les revendications. Le composant 
10 §lectronique peut ne comprendre que I'element resonateur. 

II peut etre envisage egalement de monter le circuit oscillateur dans le meme 
logement que le resonateur a quartz. Ce circuit oscillateur peut comprendre 
egalement une fonction d'horloge a temps reel (RTC) ou d'autres fonctions. 

II peut etre envisage egalement de monter l'el§ment resonateur dans des 
1 5 boTtiers dont la partie principale peut §tre r§alisee en metal ou en verre, comme cela a 
dej& ete propose pour des resonateurs ^ diapason classiques. Dans ce cas, il peut 
§tre prevu que la partie du rebord n'entoure que partiellement la surface laterale du 
couvercle par exemple les quatre coins du couvercle. 

L'ajustage de Tel6ment resonateur peut etre r6alis§ avant la fixation du 
20 couvercle sur le rebord de la paroi laterale du boTtier. Finalement, le logement 

comprenant I'el6ment resonateur peut ne pas comprendre de materiau du type getter. 
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REVEND1 CATIONS 

1. Composant Electronique (1) comprenant au moins un element 
resonateur (5) dispose dans un logement (8) d'un boTtier, qui comprend une partie 
principale (2) avec une base (20) et au moins une paroi laterale (3) de forme 
annulaire, et un couvercle (4) fixe sur la partie principale pour fermer hermetiquement 

5 le logement du boTtier, au moins une portion du couvercle etant transparente a une 
longueur d'onde dEterminee d'un faisceau de lumiere pour permettre un reglage 
optique de I'EIEment resonateur, caracterise en ce que le couvercle (4) est fixE sur un 
rebord (7) de la paroi laterale (3) de la partie principale, qui est realisee en materiau 
dur, tel qu'en ceramique, de maniere qu'une partie du rebord entoure au moins 
10 certaines portions de la surface laterale du couvercle (4) pour assurer une protection 
du composant Electronique contre des chocs lateraux. 

2. Composant electronique (1) selon la revendication 1, caracterise en ce 
que la hauteur de la partie du rebord (7) entourant la surface laterale du couvercle (4) 
est plus grande ou Egale a PEpaisseur du couvercle fixe sur le rebord, et en ce que la 

15 partie du rebord entoure integralement la surface laterale du couvercle. 

3. Composant Electronique (1) selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le couvercle transparent (4) est un couvercle en verre. 

4. Composant electronique (1) selon la revendication 1, caracterise en ce 
que le rebord (7) de la partie principale (2) du boTtier recevant le couvercle comprend 

20 une premiere couche annulaire de dorure (10), en ce que la peripherie d'une face 

interieure du couvercle comprend une seconde couche annulaire de dorure (11), et en 
ce que le couvercle (4) est soude sur le rebord a Paide d'une preforme (9) en alliage 
mEtallique disposEe entre les deux couches annulaires de dorure, Palliage mEtallique 
pouvant etre compose detain et d'or. 

25 5. Composant Electronique (1) selon Tune des revendications 1 a 4, 

caracterise en ce qu'il comprend un espace (22) entre la surface laterale du couvercle 

(4) et la partie du rebord (7) entourant le couvercle, Pespace etant sensiblement de 
dimension interieure a PEpaisseur du couvercle. 

6. Composant electronique (1) selon la revendication 1 , dans lequel le 
30 logement (8) de la partie principale (2) du boTtier, qui comprend PEIEment resonateur 

(5) , est ferme sous vide, caracterise en ce que PEIEment resonateur est un resonateur 
a quartz pouvant etre regie par un faisceau laser a travers la portion transparente du 
couvercle (4), ledit resonateur a quartz etant en forme de diapason avec deux 
branches paralleles (5a, 5b) reliees entre elles par un pont (5c) et portant des 

35 electrodes (6a, 6b) pour les faire vibrer, et en ce que la partie principale du boTtier 
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comprend au moins un plot (12) solidaire de la base (20) sur lequel est fixe le 
diapason, lesdites electrodes Etant reliees Electriquement a travers la partie principale 
du boTtier a des bornes externes de connexion (13). 

7. Composant Electronique (1) selon la revendication 1, caractErisE en ce 
5 qu'il comprend un circuit oscillateur (15) connecte electriquement a Telement 

rEsonateur (5). 

8. Composant electronique (1 ) selon la revendication 7, caracterise en ce 
que le circuit oscillateur (15) est dispose dans un second logement (18) de la partie 
principale (2), qui est delimits par la paroi latErale (3) et la base (20), le second 

10 logement etant dispose sur une face opposee de la base par rapport au logement (8) 
de I'EIEment rEsonateur (5), en ce que ledit circuit oscillateur, qui est encapsule dans 
le second logement par une rEsine (19), est connects Electriquement a des bornes 
externes de connexion (13) du composant Electronique, et en ce que la base de la 
partie principale du boTtier comprend des pistes de connexion electrique (14) pour 

15 relier electriquement le circuit oscillateur et I'EIEment resonateur. 

9. Composant Electronique (1) selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'un matEriau du type getter est disposE dans le logement (8) de I'EIEment 
resonateur (5) pour servir de pompe a vide lorsqu'il est activE. 

10. Composant Electronique (1) selon la revendication 9, caractErisE en ce 
20 que le matEriau du type getter est une couche de titane ou de chrome (21) EvaporEe 

dans le logement (8) de I'EIEment resonateur, de prEfErence sur une partie de la face 
intErieure du couvercle (4), et en ce que cette couche de titane ou de chrome est 
susceptible d'Etre activEe au moyen d'un faisceau laser & travers la portion 
transparente du couvercle (4) pour servir de pompe a vide et abaisser la frequence 
25 d'oscillations de I'EIEment rEsonateur. 

1 1 . ProcEdE de fabrication d'un composant Electronique selon Tune des 
revendications prEcEdentes, le procEdE comprenant une premiere sErie d'Etapes 
consistant & rEaliser la partie principale du boTtier par un empilement et une fixation de 
feuilles en matEriau dur, tel qu'en cEramique, ouvragEes pour definir une base et au 

30 moins une paroi latErale, et a monter un ElEment rEsonateur dans un logement du 
boTtier, caractErisE en ce que le procEdE comprend une seconde sErie d'Etapes 
consistant a poser le couvercle sur le rebord de la partie principale, dont une partie 
entoure la surface latErale du couvercle, ledit couvercle Etant positionnE sur le rebord 
par la partie du rebord entourant la surface latErale du couvercle, et a fixer le 

35 couvercle sur le rebord en chauffant des couches mEtalliques disposEes sur le rebord 
et le couvercle. 



WO 2005/055422 



PCT/EP2004/012949 




INT^NATIONAL SEARCH REPORT 



Intern I Application No 

PCT/EP2004/012949 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER _ 

IPC 7 H03H9/10 H03H3/04 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 H03H 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 3 766 616 A (STAUDTE J) 

23 October 1973 (1973-10-23) 
figure 5 

column 1, lines 15,16,25 

column 2, lines 10-14,23,31,40 

column 4, lines 23,25 

column 5, lines 31-42 

column 7, lines 52-65 



1-8 



US 4 191 905 A (KIZAKI SIGERU ET AL) 
4 March 1980 (1980-03-04) 
figure 4 
abstract 

column 2, lines 27,28 

column 4, lines 9-14,38-53,58-62 

-/- 



1-8 



Further documents are listed In the continuation of box C. 



[)( I Patent family members are listed In annex. 



0 Special categories of dted documents : 

a A' document defining the general state of the art which Is not 
considered to be of particular relevance 

•E' earOer document but published on or after the international 
filing dale 

a L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

a O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

a P* document published prior to the International filing date but 
later than the priority date claimed 



"*F later document published after the International filing date 
or priority dale and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document Is taken alone 

*Y* document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
In the art 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



22 April 2005 



Date of maQing of the International search report 



29/04/2005 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Palentlaan 2 
NL-2280HV Rtjswijk 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Plathner, B-D 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 




Intern^^aJ Application No 

PCT/EP2004/012949 



C(Contlnuatlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1999, no. 10, 

31 August 1999 (1999-08-31) 

& JP 11 145769 A (SUMITOMO METAL SMI 

ELECTRON DEVICES INC), 

28 May 1999 (1999-05-28) 

abstract 



US 2002/113523 Al (END0H HIDEO) 
22 August 2002 (2002-08-22) 
figure 3 
abstract 



Relevant to claim No. 



1-8 



1-8 



Form PCT/JSA/210 (continuation of second sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



Tntem^jETAppl^ati No 

PCT/EP2004/012949 



Patent document 




Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 




date 




member(s) 




date 


Uo O/DOOJLO 


A 
rt 


23-10-1Q73 


US 


3969640 


A 


1 "\— f!7— 1Q7A 








CH 


566675 


A5 


1 C_0Q- 1 Q7C 








v» n 


588733 


B5 


1 C_ flfi— 1Q77 








PH 


1091873 A 










DE 


2313574 


Al 


04-10-1973 








FR 


2176946 Al 


02-11-1973 








GR 


1381996 


A 


pq— m— 107c; 










923229 


C 


99— HQ— 1 Q7ft 








.IP 


49008212 


A 


94—01—1 Q74 








.IP 


52047982 


B 


flfi— 1 9—1 Q77 


US 4191905 


A 


04-03-1980 


JP 


54006492 


A 


18-01-1979 








JP 


54009595 


A 


24-01-1979 








JP 


54052490 


A 


25-04-1979 








.IP 

ur 


54054594 


A 


9ft— OA— 1 Q7Q 

tO UH 117/3 








GR 

UD 


1602008 


A 


OA— 1 1 — IQftl 
UH 11 I70I 


JP 11145769 


A 


28-05-1999 


NONE 








US 2002113523 


Al 


22-08-2002 


JP 


2002319838 


A 


31-10-2002 








CN 


1371763 A 


02-10-2002 



Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (January 2004) 



RAPPORT DE REMERCHE INTERNATIONALE 




A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 7 H03H9/10 H03H3/04 



iajjm"t 



Demafl^mternationaJe No 

PCT/EP2004/012949 



Seton la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fob selon la classification nationale et la CIB 

B. POMAINES SUB LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 

Documentation minlmale consulted (systeme de classification sulvi des symboles de dassement) 

CIB 7 H03H 



Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure oD ces documents relevant des domaines sur lesquels a port6 la recherche 



Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche internationals (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COM ME PERTINENTS 



Categorie 



Identification des documents cites, avec, le cas echeant, Plndication des passages pertinents 



no. des revendications vis6es 



US 3 766 616 A (STAUDTE 0) 
23 octobre 1973 (1973-10-23) 
figure 5 



23,25 



1-8 



colonne 


1, 


1 


1gne 


colonne 


2, 


1 


1gne 


colonne 


4, 


1 


igne 


colonne 


5, 


1 


1gne 


colonne 


7, 


1 


igne 



US 4 191 905 A (KIZAKI SIGERU ET AL) 
4 mars 1980 (1980-03-04) 
figure 4 
abrege 

colonne 2, ligne 27,28 

colonne 4, ligne 9-14,38-53,58-62 

-/- 



1-8 



| X [ Voir la suite du cadre C pour la fin de la Dste des documents 



ID 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



° Categories special es de documents cfles: 

'A' document definissant Tetal general de la technique, non 
considers comma particulierement pertinent 

a E a document anterieur, mats publie a la date de depot international 
ou apres cette date 

■L" document pouvant Jeter un doute sur une revendication de 
priorile ou cite pour determiner (a date de publication cf une 
autre citation ou pour une raise n speciale (telle qulndiquee) 

a O" document se referant a une divulgation oraie, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

*P* document publie avant la date de depot International, mate 
posterteurement a la date de prlorite revendlquee 



*T document ulterfeur publie apres la date de depot international ou la 
date de prlorite et n'appartenenant pas a Petal de la 
technique pertinent, mats cite pour comprendre le princtpe 
ou la theorie constOuant la base de Ptnvention 

"X* document particulierement pertinent; rinven tion revendlquee ne peut 
etre conslderee comma nouvelle ou comma impliquant une activite 
Inventive par rapport au document consider© tsolement 

"Y* document particulierement pertinent; rinven tion revendlquee 
ne peut etre conslderee comme ImpBquant une activite inventive 
lorsque le document est assode a un ou ptusleurs autres 
documents de meme nature, cette comblnaison etant evtdente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famflle de brevets 



Date a laquelle la recherche Internationale a ete effecuvement achevee 



22 avril 2005 



Dale ^expedition du present rapport de recherche Internationale 



29/04/2005 



Nom et adiesse po stale de P administration charges de la recherche tntemationale 

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 PatentJaan 2 

NL-2280HV Rilswijk 

TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 

Fax (+31-70) 340-3016 



Foncttonnalre autorise 



Plathner, B-D 



Formulate PCT/1SA/210 (dauxteme feuIBe) (Janvier 2004) 



RAPPORT DE R^ttERCHE INTERNATIONALE 



Demari^phternationale No 

PCT/EP2004/012949 



C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categoric 



Identification des documents cites, avec, le cas echeant, Vindication des passages pertinents 



no. des revendicatlons visees 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1999, no. 10, 

31 aoQt 1999 (1999-08-31) 

& JP 11 145769 A (SUMITOMO METAL SMI 

ELECTRON DEVICES INC), 

28 mai 1999 (1999-05-28) 

abrege 

US 2002/113523 Al (END0H HIDEO) 
22 aoQt 2002 (2002-08-22) 
figure 3 
abrege 



1-8 



1-8 



Formutalre PCT/1SA/210 (suite da la datndeme feuOte) (Janvier 2004) 



RAPPORT DE RE^ERCHE INTERNATIONALE 

Renselgnements relatifs aux mem b res de families de brevets 



"oemarl^ 

PCT/EP2004/012949 



Document brevet cite 




Date de 




Membre(s) de la 


Date de 


au rapport de recherche 




publication 




famille de brevet(s) 


publication 


IK 17AAf\1A 


A 
M 


9^—1 0-1 Q7^ 
lo iu ±y / o 


US 




1 9_ 07— 1 07A 










DODD/O MO 


1 C-HQ— 1Q7R 

10 uy^ii?/ O 










COQ700 DC 
DOO/oJ DO 


1 077 










inQ1R7^ A 
IU? 10/ «3 M 


1 C_f\Q— 1 Q7A 








DE 


2313574 Al 


04-10-1973 








FR 


2176946 Al 


02-11-1973 








(3D 


1 QQA A 


90— fil — 107R 








.IP 




99— HQ— 1 Q7Q 








.IP 

Ur 












.IP 


E9nA70Q9 R 


HA—I 9—1 077 1 
UO— I^—I:*/ / 


US 4191905 


A 


04-03-1980 


JP 


54006492 A 


18-01-1979 








JP 


54009595 A 


24-01-1979 








JP 


54052490 A 


25-04-1979 








JP 


54054594 A 


90—0/1 — 1 Q7Q 








GB 


1602008 A 


U**""l 1 — 170X 


JP 11145769 


A 


28-05-1999 


AUCUN 




US 2002113523 


Al 


22-08-2002 


JP 


2002319838 A 


31-10-2002 








CN 


1371763 A 


02-10-2002 



Formulate PCT/lSA/210 (amexe temSIes db brevets) (Janvier 2004) 



